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Abstract 


The electronic components (18) are handled during the final assembly in a testing and processing station such that they are 
transported through the station on carriers (10) with several retentions (14) for the individual components. In the station the 
components are mechanically removed from the retentions for testing and processing. The components are subsequently 
returned to the retentions after testing. Alternatively, they may be returned into the retainers of another carrier, while 
maintaining their relative arrangement. 
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@ Verfahren zur Handhabung von elektronlschen Bauetementen In der Endmontage 

@ Bei dem Verfahren zur Handhabung von elelctronischen 
Bduefementen fn der Endmontage wahrand deren PrOfung 
und/oder Bearbeitung In mehreren Stationen warden die 
elektronischen Bauelemente (16) auf Tragern (10) von Sta- 
tion zu Station transportfert, wobal die Trager (10) eine 
VIelzahl von Aufnahmen (14) fflr dte einzelnen elektronischen 
Bauelemente (18) aufwreisen. Die elelctronischen Bauelemen- 
te (18) werden in jeder Station maschinetl aus den Aufnah- 
men (14) der Trdgor (10) zwecks Prufung und/oder Beartwi- 
tung entnomman und nach der Prufung und/oder Bearbei- 
tung wieder in diaselben Aufnahmen (14) oder urrter Auf- 
rechterhattung ihrer retativen Anordnung in Aufnahmen 
eines anderen gleichartigsn Tragers abgelegt 




1* / \ ( 



^^^^ 



s 



U> 

CM 
CO 

cn 



lu 
O 



Die folganden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlegen entnommen 

BUNDESORUCKEREI 11.97 702 082/402 



7/23 



DE 196 

1 

Besdireibting 

Die Er&idung betri^ ein Verfahren zur Handhabung 
von Bauelementen in der Endmontage, wobei die Bau- 
teile verschiedene Pnifungen oder Bearbeitungen an 
mehreren Stadonen durchlaufen, in denen sie beispiels- 
weise unter elektrischer iind thennischer Belastung 
kOnstlich altem. 

Durch verschiedene PrOfungen in der Endmontage 
soil die Function eines mit Kunststoff umspritzten elek- 
tronischen Bauelementes bei oder nadi einer bestimm- 
ten Beanspruchung nachgewiesen werden. Dabei ist 
nicht ausschlaggebend, daB die PrOfbedingungen den 
tats^chlichen Betriebsbedingungen entsprechen, denn 
die realistisch anzusetzende Zeitdauer dafOr wl&re zu 
lang. Somit wird simuliert, indem Belastungs^e ange- 
legt werden, die xa gieichen Ausfallmechanismen fOh- 
ren, wie im Betrieb. Diese wiederum kdnnen selir viel- 
schichtig sein, denn die Ursachen fflr Fehler liegen in 
verschiedenen Abschnitten der HersteDung oder Bear- 
beitung. 

Mit verschiedenen Prufverfahren wird also die Be- 
reitschaft zum typischen Ausfall bei bestimmter Bean- 
spruchung ausgenutzt Bei einer Temperaturerhdhung 
kdnnen die Phanomene von Korrosion, Alterungsvor- 
gSngen, Elektromigration oder die Bildung von Whis- 
kem (Einkristalle) beobachtet werden. Sehr hohe Tem- 
peraturen bei gleichzeitig hoher Prufspannung lassen 
die Isolationsdefekte oder LeckstrSme, sowie elektri- 
sche und tbermische Instabilitaten erkennen. Mittels 
Temperaturwechsel werden Kontakderdef ekte, Gehau- 
selecks oder Chipbruche festgestellt Eine Feuchtelage- 
rung laBt Gehausef ehier und Mangel im VerguBmateri- 
al, latente Korrosionsbereitschaft durch Salze und Pas- 
sjvierungsfehler erkennen. 

Die FtQfungen werden aufgnind von nationalen und 
intemadonalen Standards durchgefOhrt Fur kunststoff- 
umhiiUte integrierte Schaltungen sind entsprechende 
Normen vorhanden. 

Im Bereich der Vormontage werden die Halbleiter 
auf einem zentralen Bereich eines sogenannten Leadfra- 
me (Systemtrager) befestigt Im Anscblufi daran ge- 
schieht die elektrische Kontaktierung zwischen An- 
schluBflachen auf dem Halbleiter und den inneren An- 
schluBenden der den zentralen Bereich eines Leadti'ame 
umgebenden Leads (innere AnschluBbeinchen). Die 
UmhuDung mit einem Kunststoff, in der Regei einem 
Thermoplasten, ist der nachste Schritt innerhalb der 
Vormontage. Danach folgt eine Temperung mit an- 
sdiliefiender Abkuhlung. Je nach Betrachtungsweise en- 
det an dieser Stelle die Vormontage. Die nachsten Ver- 
fahrensschritte in Richtung Endmontage sind: Entfer- 
nen eines Dichtsteges (Dambar) zwischen den An- 
sdilufibeinchen, das Entgraten, sowie die Ausrichtung 
und Formung (Biegen) der AnschluBbeinchen, sowie un- 
ter Umstanden ein erster elektrischer Test 

Die bereits erwahnten Prufungen unter Spannung 
und unter erhohter Temperatur oder unter Temperatur- 
wechselbeanspruchung stellen wesentiiche Stationen in- 
nerhalb der Endmontage dar. Die unterschiedlichen 
Testverfahren sind an Ofen gebunden, da verschiedene 
Temperaturen eingestellt werden mussen. Entspre- 
chend sind die Durchlaufzeiten an den Prufstadonen 
relativ hodL Um den Durchsatz einer Fertigungslinie 
fur elektronische Bauelemente zu optimieren oder zu 
maximieren, werden regelmaBig Anpassungen vorge- 
nommen. Neben elektrischen und thermischen Prufbe- 
dingimgen gehdren zur Endmontage auch ''optische"- 
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Priifungen, wie z. Bl die Inspekdon der Beinchenausrich- 
tung und/oder der auf das Gehause axifgebrachten Mar- 
kierung/Beschriftung. 
Der Verf ahrensablauf innerhalb der Endmontage von 
5 elektronischen Bauelementen ist im wesentlichen durch 
die Auslegung der einzelnen PrOfstadonen vorgegeben. 
So sind Systeme bekannt, bei denen die Bauelemente 
von Hand und in Einheiten mit kleiner Stdckzahl bzw. 
einzeln von einer Stadon zur nadisten transpordert 
10 werden. Zur Vermeidung von Leadverbindungen bei 
den jeweiligen Handhabungsschritten werden Maga- 
zine;, Adapter, Sodcel oder Trays (Halterungen) mit tm- 
terschiedlichem Erfolg eingesetzt Das Fagen und Elnle- 
gen der Bauelemente in die entsprechenden Einheiten 
15 ist problematisch. Aus diesem Grund ist eine Minimie- 
rung solcher Einlege- bzw. Fugeprozesse anzustreben. 

Durch die fortschreitende Mhuaturisierung der elek- 
tronischen Bauelemente und die damit verbundene Re- 
duzierung der Lead-Dimensionen (Beinchenabstand/fi- 
20 ne Pitch; Coplanaritat/Lage samtlicher Beinchen in ei- 
ner Ebene) wird eine Qualitatsverbesserung bezQglich 
der korrekten Ausrichtung der Leads gefordert 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugnmde, Handha- 
bimgsschritte in der Endmontage von elektronischen 
25 Bauelementen zu minimieren. Dabei soil der Aufwand 
an Transportmitteln zum Transportieren der Bauele- 
mente zwischen-den Stadonen minimiert sein. 

Die Losung dieser Aufgabe geschieht durch die 
Merkmale des Anspruchs 1. Die Merkmale vorteilhafter 
30 Ausgestaltungen der Erfindung sind in den Unteran- 
sprOchen aufgefuhrt 

Nach der Ertindung beHnden sich die elektronischen 
Bauelemente zum Transport zwischen den Stadonen 
auf Tragem, wobei jeder TrSger eine Viclzahl von Auf- 
35 nahmen, insbesondere in Form von Vertiefungen, fOr 
jeweils ein elektronisches Bauelement aufweist. Die 
Bauelemente verbleiben wahrend des Transports inner- 
halb einer Stadon auf den Tr§ger und werden zu Bear- 
beitimgs- und/oder Testzwecken von diesen maschinell 
40 enmommen. Dies ist insbesondere insoweit von Vorteil, 
als der Trager mit keinerlei auf die Tests und Bearbei- 
tungsschritte abgestimmten Einrichtungen, wie Z.B, 
KontaJcderungselemente a dgL versehen sein muB. Der 
Trager kann vielmehr als einfache Platte aus insbeson- 
45 dere Kimststoff ausgebildet sein. Nach einem Test- bzw. 
Bearbeitungsvorgang werden die elektronischen Bau- 
teile entweder in dieselben Aufnahmen, aus denen sie 
zuvor entnommen wurden, abgelegt oder in Aufnahmen 
eines anderen Tragers abgelegt, wobei jedoch die relad- 
50 ve Anordnung der elektronischen Bauelemente dieselbe 
wie bei dem Trager ist, aus dessen Aufnahmen die elek- 
tronischen Bauelemente zuvor entnommen wurden. 

ZweckmaBigerweise ist der Trager mit Verdefungen 
versehen, von denen die elektronischen Bauelemente 
55 aufgenommen werden. Vorzugsweise befindet sich in 
dem Trager eine der Anzahl der elektronischen Bauele- 
mente gleichende Anzahl an Durchgangsldchem, von 
denen jedes durch ein Bauelement fiberdeckt ist Mittels 
Stempel, die von der dem elektronischen Bauelement 
abgewandten Unterseite des Tragers durch die Offnun- 
gen bewegt werden, werden die elektronischen Bauele- 
mente angehoben, um in den einzelnen Stadonen den 
Einrichtungen zum Durchfuhren der Tests und Bearbei- 
tungsschritte zugefuhrt zu werden. Diu-ch Zurflckbewe- 
gen der Stempel gelangen die elektronischen Bauele- 
mente dann wieder auf bzw. in den Trager, Dabei bleibt 
die Zuordnung der elektronischen Bauelemente zu den 
Aufnahmen des Tragers von der Bestiickung des Tra- 
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gers bis zum Absdilufl der Test- und Bearbeitungs- 
schritte gleich. Die Bauelemente werden also insbeson- 
dere nach dem Biegen der AnschluBbeinchen (Trimm & 
Form) auf Tragw gegeben und verlassen ihn erst wie- 
der, wenn sie verpackt werden. 5 

Vorzugsweise verbleiben die elektronischen Bauteile 
auch wahrend des Transports von einer Station der 
Endmontage zur nadmen Station der Endmontage in 
den Anfnahmen der TrSger. Altemativ kann vorgesehen 
sein, daB die elektronischen Bauelemente w&hrend des 10 
Transports von einer Station der Endmonuge zur nach- 
sten Station der Endmontage in den Aufnahmen ande- 
rer Trager ruhen als derjenigen TrSger, in deren Auf- 
nahmen sie wShrend des Transport durch eine Station 
hindurch ruhen. Dabei erfolgt vor einer Station eine 15 
Umsetzimg der elektronischen Bauelemente von den 
einen Trigem auf die anderen Trager. 

Nachfolgend wird die Erfindimg anhand der Zeich- 
nung naher eriSutert Im einzelnen zeigen: 

Fig. 1 eine Draufsicht auf einen Teii einer Kunststoff- 20 
Tragerplatte mit einer Vielzahl von Vertiefungen mit 
von den elektronischen Bauelementen uberdeckten 
Durchgangsldchem und 

Fig. 2 in Seitenansicht eine mit elektronischen Bau- 
elementen bestQckte Tragerplatte mit darunter ange- 25 
ordneter Vorrichtung zum gemeinsamen Anheben der 
elektronischen Bauelemente aus den Aufnahmen imd 
zum gemeinsamen Absenken der elektronischen Bau- 
elemente in die Aufnahmen. 

In Fig. 1 ist ein Eckenbereich einer Tragerplatte 10 30 
gezeigt, die eine Vielzahl von in Reihen und Spalten 12 
angeordnete Aufnahmevertiefungen 14 aufweist. Jede 
Aufhahmevertiefung 14 ist in ihrem Bodenbereich mit 
einer Durchgangsdffnung 16 versehen. Die Aufnahme- 
vertiefungen 14 dienen der Aufnahme von elektroni- 25 
schen Bauelementen 16 in Form von ICs, deren An- 
schluBbeinchen bereits in der gewGnschten Weise gebo- 
gen und geformt sind. Die ICs 18 Uegen in den Aufnah- 
mevertiefungen 14 auf der Tragerplatte 10 auf, wobei 
sie die Durchgangs5ffntmgen 16 nberdecken. 40 

Nach dem Trimm & Form-Schritt werden die ICs 18 
in die Aufnahmevertiefungen 14 der Tragerplatte 10 
eingesetzt Danach erfolgt der Transport zur ersten auf 
den Trimm & Form-Schritt folgenden Station der End- 
montage. In dieser sowie in den weiteren Stationen der 45 
Endmontage werden die ICs 18 z. B. thermischen Bela- 
stungen ausgesetzt, elektrisch geprOft. beschriftet und 
optisch inspiziert Fur jeden dieser Test- bzw. Behand- 
lungsschritte werden die ICs 18 aus ihren Ausnahmever- 
tiefimgen 14 mittels Stempel 20 herausbcwegt, die auf 50 
einem gemeinsamen Halteelement 22 jeder Station an- 
geordnet sind. Dieses Halteelement 22 wird auf die Un- 
terseite 24 der Tragerplatte 10 zubewegt. wobei die 
Stempel 20 sich durch die Durchgangsoffnungen hin- 
durch bewegen und samtliche ICs 18 der Tragerplatte 55 
10 gleichzeitig anheben, um sie den Test- und/oder Be- 
handlungseinheiten (in Fig. 2 bei 26 angedeutet) zuzu- 
fuhren. Nach erfolgtem Test bzw. erfolgter Behandlung 
werden die ICs 18 durch ZurQckbewegen des Halteele- 
ments 22 von den Stempeln 20 wieder in die Ausnahme- eo 
vertiefungen 14 abgesenkt 

Die Anordnung bzw. das Raster der Aufnahmevertie- 
fungen 14 ist insbesondere gleich dem Raster, in dem die 
Pruf- bzw. Bearbeitungspiatze der jeweiligen Test- bzw. 
Behandlungseinheit 26 angeordnet sind. 65 

ZweckmaBigerweise sind die Stempel 20 fedemd ge- 
lagert, z. B. elastisch mit dem Halteelement 22 verbim- 
den, was in Fig. 2 durch die Feder 28 gezeigt ist Dies hat 
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den VorteD, daB die ICs 18 schonend in die bei 30 ange- 
deuteten Aufnahmen der Einheit 26, bei denen es sich 
z. B, um Testsockel handelt, eingefiUirt werden, indem 
die nachgiebig gelagerten Stengel 20 nachgeben. wenn 
die ICs 18 an dem Grund oder einem sonstigen An- 
schlag der Aufnahmen 30 anliegen und sich das Halte- 
element 22 noch (geringfOgig) in Richtung des PfeOs 32 
auf die Tragerplatte 10 und die Einheit 26 weiterbewegt 
Die fedemde Lagerung der Stempel o.dgL Elemente 
zum Herausbewegen von elektronischen Bauteilen aus 
diese haltenden Tragerplatten ist nicht auf die Anwcn- 
dung bei dem hier beschriebenen Verfahren beschrankt, 
sondem ist als ein davon losgeldstes Merkmal zu sehen. 

Patentanspniche 

1. Verfahren zur Handhabimg von elektronischen 
Bauelementen in der Endmontage wahrend deren 
Priifung und/oder Bearbeitung in einer Station, bei 
dem 

~ die elektronischen Bauelemente (18) auf 
Tragem (10) durch die Station hinduni trans- 
portiert werden. wobei die Trager (10) eine 
Vielzahl von Aufnahmen (14) fur die einzelnen 
elektronischen Bauelemente (18) aufweisen, 
und 

— die elektronischen Bauelemente (18) in der 
Station maschinell aus den Aufnahmen (14) der 
Trager (10) zwecks Prufung und/oder Bearbei- 
timg entnommen und nach der Prufung und/ 
Oder Bearbeitung wieder in dieselben Aufnah- 
men (14) Oder unter Aufrechterhaltung ihrer 
relativen Anordnung in Aufnahmen eines an- 
deren gleichartigen Tragers abgelegt werden. 
Z Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeidmet, daB die elektronischen Bauelemente (18) 
in einer Station mittels von der Unterseite (24) der 
Trager (10) her durch die Auftiahmen (14) hin- 
durchbewegbaren StoBelelementen (20) angeho- 
ben und nach Prufung und/oder Bearbeitung durch 
ZurQckbewegen der StoBelelemente (20) wieder in 
die Aufnahmen (14) abgesenkt werden. 

3. Verfahren nach Anspruch t oder 2, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB in der Station ein nach dem 
Trimm & Form-Vorgang erfolgender PrOfungs- 
und Bearbeitungsvorgang, namlidi das Bum- In, das 
Testen der elektrischen Funktion der Bauelemente 
(18X das Markieren und Beschriften oder das Ober- 
prQfen der AnschluBbeine und der Beschriftung 
durchgefuhn wird. 

4. Verfahren nach einem der Ansprflche 1 bis 3, 
dadurch gekennzeichnet, daB die elektronischen 
Bauteile (18) auch wahrend des Transports von ei- 
ner Station zur nachsten Station der Endmontage 
in den Aufnahmen (14) der Trager (10) verbleiben. 

5. Verfahren nach einem der AnsprUcbe 1 bis 4, 
dadurch gekennzeichnet, daB die elektronischen 
Bauelemente (18) wahrend des Transports von ei- 
ner Station zur nachsten Station der Endmontage 
in den Aufnahmen anderer Trager als denjenigen 
wahrend des Transport durch eine Station hindurch 
ruhen, wobei vor einer Station eine Umsetzung der 
elektronischen Bauelemente von den einen Tra- 
gem auf die anderen Trager erfolgt 

6. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 5, 
dadurch gekennzeichnet, daB die zum Zwecke der 
Prufung und/oder Bearbeitimg vorgesehene Ent- 
nahme der elektronischen Bauelemente (18) aus 
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den Aufnahmen (14) eines Tragers (10) gieichzehig 
erfolgt 

7. Verfahren zur Handhabung von elektronischen 
Bauelementen in der Endmontage wahrend deren 
PrOfung und/oder Bearbeitung in einer Station, ins- 5 
besondere nach einem der vodierigen Anspruche, 
beidem 

— die elektronischen Bauelemente (18) auf 
Tr^gem (10) durch die Station liindurcb trans- 
portiert werden, wobei die TrSger (10) eine 10 
Vielzahl von Aufnahmen (14) fur die einzelnen 
elektronischen Bauelemente (18) aufweisen, 
und 

— die elektronischen Bauelemente (18) in der 
Station maschinell aus den Aufnahmen (14) der 15 
Trager (10) zwecks Prufung und/oder Bearbei- 
tung enmommen werden, 

— wobei die elektronischen Bauelemente (18) 
in einer Station mittels von der Unterseite (24) 
der Trager (10) her durch die Aufnahmen (14) 20 
hindurchbewegbaren elastisch gelagerten St5- 
Belelementen (20) angehoben werden. 



Hierzu 1 Seite(n) Zeichnungen 

25 



30 



35 



40 



45 



50 



55 



60 



65 



- Leerseite - 



ZEICHNUNGEN SETTE 1 



Nummer: 
Int. CI s; 

Offenlegungstag: 



DE 136 26 505 A1 
H 01 L 21/68 

8. Januar1998 





